






Studies on Cyclic Voltammetry Characteristics and Initial Behavior
of Nickel-Tungsten Electrodeposition








Abstract:Nickel-tungsten alloy eletrodeposits have been adopted as chromium substitute coatings for surface
treatment for their high hardness and excellent wearability and corrosion resistance.The purpose of the study
was to investigate the mechanism of nickel-tungsten electrodeposition.The cyclic voltammetry characteristics
and initial behavior of nickel-tungsten alloy on glass carbon electrodewere studied by means of cyclic voltam-
metry and potentiostatic step.Tungstate ions were reduced to oxide with intermediate valence.The results show
that the existence of tungstate has great restraint action on cathodic hydrogen evolution.The electrodeposition of
nickel-tungsten alloy performs as instantaneous nucleation followed by three dimensional growth.
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1　前言
　　镍-钨合金镀层具有高的硬度 、耐蚀及
























蒸馏水配制 。在配有 PC586 计算机的
CHI660 电化学综合测试仪(美国 CH IN-







线。由图 1可知 ,当电位从 0 V开始负向扫
描时 ,在-1.0V有较小的阴极电流 ,表明有
















氧化物 ,随着电位负移 ,在电位较-1.1 V 更
负时 ,阴极电流迅速增大 ,表明有氢气析出 ,
当电位反向扫描时 ,在+0.26 V附近有一个
氧化峰 ,这很可能是低价态钨氧化物的氧化
峰 ,在 0.72V处有氧的形成 。
　　比较图 1和图 2发现 ,在含钨酸盐的溶
液中 ,阴极析氢电流明显下降 ,表明钨酸盐
对析氢具有明显的阻化作用。







环伏安曲线 。由图可知:当电位从 0 V 负向
扫描至-0.8 V时有Ni沉积出来 ,随后进行




在 0.72 V处有氧的形成 。
图 3　玻碳电极在 0.038 mol L硫酸镍和
0.29 mol L柠檬酸溶液中的循环伏安图















图 4　玻碳电极在 0.038 mol L硫酸镍 , 0.24 mol L钨
酸钠和 0.29 mol L柠檬酸溶液中的循环伏安图
3.5　玻碳电极上镍-钨合金电沉积的初期
行为





成为 0.038 mol L 硫酸镍 ,0.24 mol L 钨酸钠




















[ 10 , 11]
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图 6　无因次(i/ im)














　　NaOH 50 g L
Na2CO3 50 g L
Na2SiO3 5 ～ 10 g L
OP乳化剂 1 ～ 2 g L






为100 ～ 200 KPa ,喷枪口与待涂表面的距离
为200 ～ 250 mm ,在喷涂过程中 ,注意一次不




















单 、使用方便 、涂膜干燥快 ,具有优良的防变
色能力 。
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